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半導體製造業 

根據行政院主計處第十次修訂之「中華民國行業標準分類」版

本，將半導體製造業定義為「從事半導體製造之行業，如積體電路

（IC）及分離式元件製造。半導體封裝及測詴亦歸入本類。」詳細

之分類及範疇如下圖所示： 

圖 1  

半導體製造業 

分類及範疇 

•晶圓製造 

•記憶體製造 

•光罩製造 

•其他積體電路

製造 

•二極體製造 

•電晶體製造 

•積體電路引腳

架製造 

•其他分離式元

件製造 

•半導體封裝 

•半導體測試 

資料來源：中華民國行政院主計總處標準分類，本研究整理 
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半導體是指一種導電性可受控制的材料，導電性介於金屬與絕緣體

之間，透過注入雜質，可精準調整半導體的導電性，半導體的發明對於

人類資訊科技的發展影響相當大，該材料普遍應用於電子產品的核心，

半導體產業鏈上游為ＩＰ及ＩＣ設計，中游則為ＩＣ、晶圓、光罩或化

學品製造，下游則為封裝及測詴產業，著名的半導體重要企業包括 Intel、

三星、高通、台積電等。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

根據財政部資料顯示，近五年，我國半導體製造業之廠商家數約在

430至 480家之間，且有逐年下降的趨勢，從 102年的 478家逐年下降至

106年的 439家，近年來的下滑幅度較大，五年間減少 8%的廠商家數。 

資料來源：財政部資料中心，本研究整理 

圖 2  

102年~106年我國半

導體製造業之營利事

業家數 
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在總體營收方面，近五年我國半導體營收持續成長，從 102年的 14,628

億元上升至 19,684 億元，104 至 105 年間受到全球景氣成長疲軟、PC 市場

衰退、智慧手機需求不如預期等影響，我國半導體業營收成長趨緩，不過在

106年隨著物聯網、智慧製造等多元應用發展，也連帶使得全球半導體需求

大幅成長，我國半導體產業總體營收也在 106 年隨之提升，較 105 年成長

7.6%。 

資料來源：財政部資料中心，本研究整理 

圖 3 102 年~106

年我國半導體製造業

之總體營收 

單位：億元 

根據上述分析結果可知，近五年我國半導體製造業之廠商家數有逐年下

降的現象；營收表現則受到國際情勢及消費性電子產品發展的影響而出現波

動，國際經濟情勢與需求對於半導體製造業的市場營收有決定性的影響。目

前半導體的應用已跳脫 PC與智慧型手機，進入物聯網、大數據應用、智慧

商品及人工智慧發展等多元用途，加上全球經濟環境成長的趨勢下，帶動國

際半導體市場的需求，而我國半導體業在先進製程的持續突破下，整體產業

營收持續成長。 

我國政府自 91 年將半導體及面板產業列為「兩兆雙星」計畫培育的重

點產業，多年來持續建立半導體產業之最適結構及推動半導體產業邁向高值

化，以重質分工與產業群聚的特性使得台灣半導體產業具有彈性、快速及低

成本的競爭優勢，現今半導體產業已是台灣相當重要的指標產業，產值占全

國 GDP 的 13%。 
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在眾多半導體產業中，晶圓代工是我國最主要的業別，產值占整體半導

體產業的 49.2%，我國晶圓代工與 IC封測產業的市占率皆是全球排名第一，

尤其以台積電最具代表性，在世界晶圓代工業者中排名第一，2017 年全球

市占率達 55.9%，台積電投入大量資金進行技術研發，其 10 奈米製程具有

良好的技術力，良率及功耗控制優於三星等競爭對手，獨占蘋果手機晶片訂

單，更先進的 7奈米製程也投入量產，獲取蘋果、高通等國際大廠之重要訂

單，未來能否持續在技術上領先競爭對手，將是能否保持全球市占率的關鍵。 

工研院產經中心指出，隨著 AI 時代的來臨，國內各半導體之晶片設計、

生產及封裝等產業，為加速因應市場發展的需求，將邁向創新的半導體應用

領域，預估整體產值將再成長，未來國內半導體產業不論是出口、產值、附

加價值、就業人數、產業關聯效益，均可確實支撐國內經濟命脈，產業創新

則將成為半導體未來重要的應用市場，是帶動半導體產業再躍進的動能。 

半導體產業具有技術及資本密集的特色，在求新求快的市場競爭中，技

術力是影響市占率的重要關鍵，一旦技術力落後競爭業者而晚進入市場，將

失去訂單而更缺乏下一階段技術的研發基礎，因此，我國未來在人才上如何

持續供給產業，如何投入資本研發產品的創新技術力，產業政策如何扶持，

都將是半導體產業未來維持競爭力的關鍵。 

 

 


